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La presente invention concerne un objet portatif 
comportant une pastille de circuit integr§. 

Parmi les proc§des d'encartage d'une pastille de 
circuit integre dans un support en matiere plastique, il 
5 existe un procede d' enf oncement a chaud. Dans les produits 
issus de ce proc^d^, la pastille affleure 1'une des 
surfaces du support par sa face active et les plots de la 
pastille sont r§unis £. des plages de contact port£es par le 
support au moyen de lignes conductrices, g6n£ralement 
10 real i sees par serigraphie, qui enjambent 1' interface 
pastille-support. On s'est rendu compte qu'& cet endroit, 
lorsque la carte est soumise £ des contraintes de flexion, 
la ligne conductrice est soumise & des contraintes varia- 
bles qui peuvent conduire a sa rupture . 
15 Pour pallier cet inconvenient, il est propose par 

la presente invention des geometries particulidres de 
pastille de circuit imprime gr&ce auxquelles les contrain- 
tes que peut subir une ligne conductrice au niveau de 
1' interface pastille - support, sont mieux r§parties et 
20 done mieux encaiss§es par la ligne conductrice. 

A cet effet 1' invention a done pour objet un 
objet portatif equipe d'une pastille de circuit integre par 
enfoncement a chaud de cette pastille dans une masse 
thermoplastique de l' objet, caracterise en ce que les faces 
25 laterales de la pastille sont relives entre elles et/ou 
la face active de la pastille par des angles abattus ou 
arrondis . 

Dans un premier mode de realisation de 1' inven- 
tion la pastille de circuit imprime est caractSrisee par le 
fait qu'au moins l'un des bords de sa face active est 
chanfreine. Ainsi, lors de 1 ' enf oncement a chaud de la 
pastille, une partie de la matidre plastique vi en t en 
recouvrement des bords chanfreines de la pastille. Ce 
recouvrement est d'epaisseur qui diminue jusqu'a la ligne 
de separation au niveau de la face d' af f leurement de la 
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pastille et du support, la matidre plastique recouvrant les 
bords de la pastille assurant une liaison beaucoup plus 
homogSne des deux materiaux de sorte gu'une flexion de la 
carte ne conduit pas & 1 ' ecartement des bords des deux 
5 materiaux mais £ une deformation de la partie de matiSre 
plastique en recouvrement de la pastille. 

Dans un second mode de realisation de 1' inven- 
tion, ce sont les angles vifs forrnant les coins de la 
pastille qui sont abattus . Ces angles sont a lor s retnplaces 

10 par une surface sensiblement plane, auquel cas la pastille 
peut avoir une forme par exemple octogonale ou par un conge 
sensiblement cylindrique. On diminue par cette disposition 
les concentrations de contraintes qui existent dans la 
matifere plastique voisine des angles d'une pastille de 

15 circuit integr§ lorsque la carte est soumise egalement £ 
des sollicitations en flexion. On supprime 1 ' §cartement qui 
se produit entre la matiere plastique et le silicium 
ench&sse. 

Bien entendu 1' invention n'est pas limitee S ces 
20 deux modes de realisation ; on peut en particulier r^aliser 
une combinaison des deux, c'est-&-dire obtenir une pastille 
dont les coins sont abattus ou arrondis et dont les bords 
de la face active sont chanfrein6s ou m§me pourvus d'un 
conge . 

25 L'obtention de ces chanf reins ou conges resulte 

d'une etape particuliere mise en oeuvre dans le procede de 
fabrication d'une pastille de circuit integr§. On sait en 
effet que ces pastilles sont obtenues a partir d'une 
galette de silicium dont une face est trait£e afin d'obte- 

30 nir les circuits integres souliaitSs. Cette galette est 
supportee par un film £ 1' oppose de la face traitee lors de 
1' individualisation de chaque pastille qui se fait par 
sciage. 

Pour obtenir les arrondis ou conges de l'inven- 
35 tion on ajoute £ ce procede une etape consistant £ realiser 
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une attague de la galette de silicium par des bains 
d'acides apres avoir proced^ au masquage adequat de la face 
active. Ainsi, lorsque Ton veut r§aliser des chanf reins 
sur les bords de la face active, on procede a un masquage 
5 de cette dernidre en laissant decouvert un rfeseau de lignes 
de silicium puis on trempe cette face active dans un bain 
d'attaque. On realise ainsi une gravure relativement large 
qui s'6tend leg^rement sous les bords des parties de masque 
puis, par un sciage ult§rieur, r§alis§ dans la partie 

10 m£diane des gravures precederament obtenues et d'une largeur 
inf^rieure £ celle des gravures, on individualise chaque 
pastille qui possdde un chanf rein ou un cong§ entre ses 
faces laterales et sa face active. 

Pour obtenir un cong£ cylindrique aux coins de 

15 chaque pastille, on recouvre la face active d'un vernis et 
on procSde ensuite au sciage complet de la galette de 
silicium et du vernis qui la recouvre. On trempe ensuite 
cette galette dans un bain d'attaque qui exerce de maniere 
privil6gi§e son action sur les angles que foment les faces 

20 laterales de chaque pastille individuelle en leur dormant 
une forme adoucie, en forme par exemple de cong§ cylindri- 
que. 

D'autres avantages et caract§ristiques de 1' in- 
vention ressortiront de la description donn^e ci-apr^s k 
25 titre d f exemple. 

II sera fait reference aux dessins annexes parmi 

lesquels : 

- la figure 1 est une vue sch^matique en coupe 
partielle d'uhe carte conforme a 1' invention avec une 

30 pastille enchSss^e dans un support en matidre plastique, 

- la figure 2 est une vue de dessus de cette 

pastille, 

- la figure 3 est un schema illustrant une £tape 
du proc§d§ de realisation d'une pastille avant son incorpo- 

35 ration dans une carte. 
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- la figure 4 est une vue de dessus d'une seconde 
pastille apte a former une carte selon 1' invention, 

- la figure 5 est un schema illustrant l'6tape du 
procede de fabrication des pastilles permettant d'obtenir 

5 des coins arrondis . 

A la figure 1 on a repr§sent6 une pastille de 
circuit integr§ 1 enchSss^e a chaud dans un support 2 en 
matidre plastique par un proc§d6 de poingonnage . L' ensemble 
forme un objet portatif du type carte a puce. La face 
10 active 3 de la pastille possdde des bords chanf rein6s 4 . Ce 
raccordement des faces laterales la de la pastille avec la 
face active 3 au moyen d'un chanfrein 4 permet, en fin 
d'enfoncement, de faire fluer la matidre plastique ramollie 
en recouvrement de ses bords chanfrein^s 4 si bien que la 
15 liaison pastille 1/support 2 est trds nettement amSlior^e. 
En effet lors d'une sollicitation en flexion du support 2 
la mati^re qui recouvre en s'affinant les bords 4 est 
d£formable ce qui lui permet de rester adherente a la 
pastille 1 sans s'en ecarter, done sans cr£er un bSillement 
20 entre les deux corps 1 et 2 . Comme des lignes conductrices 
5 viennent chevaucher 1' interface entre la pastille 1 et le 
support 2, cette absence de baillement entre les deux 
materiaux ne cr6e pas de sollicitations excessives S. 
l'int^rieur des lignes conductrices 5 dont l'int§grite est 
25 ainsi pr6serv6e. 

La pastille 1 que l'on voit, vue de dessus en 
figure 2 peut etre obtenue de manidre tout H fait classique 
par sciage d'une galette de silicium dont une face a §t§ 
traitee pour constituer les circuits int£gr6s souhaites, le 
30 sciage 6tant realise avec une scie de prof il adapts 
particulier qui permet en meme temps que 1 ' individualisa- 
tion de chacune des pastilles, la realisation du chanfrein 
4. 

Une autre maniSre de r§aliser ce chanfrein 
35 consiste, avant sciage de la galette de silicium 6 (cf . 
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figure 3) f a recouvrir sa face active de masques 7 qui 
laissent subsister entre eux un reseau 8 d'espaces au 
travers desquels le silicium est accessible. On trerape 
ensuite cette galette dans un bain d'attaque (a base par 
5 exemple d'acide phosphorique chaud) ce qui produit une 
gravure 9 en forme de V ou plus g§n§ralement d'auge. II 
suffit ensuite de proc6der a 1' elimination du vernis 7 et 
a la realisation des traits de scie 10 au centre des 
gravures 9. Les pastilles ainsi individualists restent 

10 solidaires de maniere connue d'un film support 11. 

A la figure 4 on a repr6sent§ un autre mode de 
realisation d'une pastille de circuit imprint^ conforme S 
1' invention. Cette pastille 12 dont on voit la face active, 
poss£de des coins 13 arrondis qui forment congas de 

15 raccordement de ses faces lat£rales la. On sait en effet 
que dans la technique d'encartage par enfoncement £ chaud 
des pastilles de circuits int6gr§s, c'est aux coins des 
pastilles que les concentrations de contraintes sont les 
plus importantes lors des soli ici tat ions en flexion du 

2 0 support de la pastille. On diminue ces concentrations et en 
m§me temps les risques de baillement entre la pastille et 
le support en matiere plastique en rSalisant des congas 13 
a chacun des coins d'une pastille telle que 12. Ces congas 
peuvent §tre reraplac^s par des faces, donnant ainsi £ la 

25 pastille vue de dessus une forme polygonale (octogonale) . 

Ces formes peuvent Stre obtenues par sciage mais 
une manidre simple de les obtenir consiste, avant de 
proceder au sciage d'une galette de silicium reposant sur 
un film de support, £ recouvrir la face active cette 

30 galette d'un vernis, £ proceder au sciage de 1' ensemble 
vernis et galette de silicium et enfin a l'attaque de cette 
galette ainsi sci§e ce qui, cotnme illustrS par la figure 5, 
conduit a une dissolution des faces lat§rales des pastilles 
et notamment §. un 6moussage de leurs coins 13 oQ l'attaque 

35 se produit de manidre privil<§gi6e . II suffit ensuite de 
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retirer le vernis de la face active de chacune des pastil- 
les. 

L' invention concerne 6galement une cotnbinaison 
des deux modes de realisation illustr£s par les figures 2 
5 et 4. Ainsi, 1'obtention d'une pastille ayant des bords 
chanfrein§s et des coins arrondis consisterait §l mettre en 
oeuvre le proced6 decrit en regard de la figure 3 puis, 
apres sciage, a retrenper 1 ' ensemble de pastilles mainte- 
nues sur le film 11 dans un second bain d'attaque afin 
10 d'obtenir les conges au droit des angles vifs obtenus par 
sciage. 

La disparition de certains diddres de la pastille 
de circuits int6gr£s permet une meilleure repartition de la 
raatidre plastique autour de cette pastille soit avec des 
15 parties qui se d^forment elastiquement sous les contraintes 
engendrees par la flexion de la carte, soit avec des bords 
arrondis Svitant le b&illement entre la pastille et la 
matidre plastique, ceci permet tant de preserver les 
conducteurs serigraphifes d'une rupture. 
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REVINDICATIONS 

1. Ob jet portatif equips d'une pastille (1) de 
circuit integr§ par enfonceraent £ chaud de cette pastille 
dans une masse (2) thermoplastique de l'objet, caract^rise 

5 en ce que les faces lat^rales (la) de la pastille sont 
relives entre elles et/ou a la face active (3) de la 
pastille par des angles abattus ou arrondis (4, 13) . 

2. Procede de fabrication d'une pastille de 
circuit integrg equipant un objet selon la revendication 1, 

10 caract£rise en ce que les arrondis, conges ou chanf reins de 
la pastille sont realises par gravure alors que la pastille 
est solidaire d'un support comraun a une pluralite de 
pastilles adjacentes. 

3. Proc§d£ selon la revendication 2, caract6ris§ 
15 en ce que la gravure est realis6e avant sciage. 

4. ProcSdS selon la revendication 2, caract6ris§ 
en ce que la gravure est realis§e apres sciage. 

5. Proced£ selon 1'une des revendi cat ions 2 £ 4, 
caract§rise en ce que le chanf reinage est obtenu par 

2 0 gravure avant sciage, et en ce que 1 ' arrondis seraent des 
coins est obtenu par gravure apres sciage. 
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